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「プロセッサのサブストレート基板とモジュールカードを一体で最適化した「PEZY-SCnp」と同

モジュールカードを同時開発して、演算性能と消費電力効率でそれぞれ 10%を超える改善を確認」 

 

株式会社 PEZY Computing（以下、PEZY）は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構（NEDO）の助成を受けて開発した既存の PEZY-SC の半導体部分は変更せずに使用しな

がら、そのパッケージ内のサブストレート基板の信号品質と電源品質を改善した「PEZY-SCnp」

を新たに開発しました。また、PEZY-SCnp プロセッサを搭載するモジュールカード基板について

も、並行して信号品質と電源品質を解析・最適化し、プロセッサのパッケージ内のサブストレート

基板とモジュールカード基板を一体で同時開発することで、既存の PEZY-SC とモジュールカード

での組み合わせと比較した場合、演算性能と消費電力効率のそれぞれに関して 10%を超える改善を

確認しました。 

 

PEZY が開発した PEZY-SC は、既に日本国内の高エネルギー加速器研究機構と理化学研究所に

それぞれ 2 台ずつ設置されている、合計 4 台のスーパーコンピュータに搭載され、2015 年 7 月期

と同年 11 月期のスーパーコンピュータ消費電力効率ランキング「Green500」において、世界最高

の消費電力性能値を認定されています。しかしながら、本来の設計仕様に対して未達であった項目

が幾つか残存しており、これらは半導体自体に起因するものではなく、プロセッサパッケージ内の、

ダイを搭載したサブストレート基板を特急で開発したために最適化が行われていないことに起因

することが明らかとなっていました。 

昨年の 11 月以降、PEZY-SC のパッケージ内のサブストレート基板の問題を信号品質、電源品質

の双方について詳細に解析した結果と、同時に、PEZY-SC プロセッサを搭載しているモジュール

カード基板についても信号品質、電源品質を解析した結果を得ることで、本来の仕様から未達とな

っていた項目のほぼ全てを改善できる見通しを立てることが出来ました。これらを基に、プロセッ

サパッケージを拡大してパッケージ Ball 数を増加させつつ、サブストレート基板の構成を全面的

に見直した「PEZY-SCnp（New Package）」として再開発を行ったことで、信号品質、電源品質の

大幅な改善を得ました。更に、大型化したプロセッサパッケージと増加した Ball 数に対応しつつ、

外形寸法を大きくせずに、24 層から 28 層に基板層数を増やす対応を施し、モジュールカード基板

レベルでも信号品質と電源品質を改善する再開発を行うことで、プロセッサを搭載したモジュール

カード全体としての性能の改善を得ることが出来ました。 

その結果、「PEZY-SCnp」を搭載した新モジュールカードは、PEZY-SC を搭載したモジュール

カードと比較して、特に 32 レーンある PCIe 接続が Gen2（5 Gbps）から Gen3（8 Gbps）に高速

化されたことと、DDR4 のメモリ転送速度が 1,333MH から 1,866MHz に高速化されたことが大き

く寄与して、演算性能について 10%を超える向上が確認されました。また、その際の消費電力効率

についても、コア動作電圧を 1.00V から 0.95V に 0.05V 分低下出来たことで、10%程度改善され

ていることが確認されました。 



 

今回開発された「PEZY-SCnp」の主要諸元は以下の通りです（括弧内は PEZY-SC の数値）。 

 ・コア動作電圧：0.95V（1.00V） 

 ・コア動作周波数：766MHz（733MHz） 

 ・倍精度演算性能：1.57TFLOPS（1.50TFLOPS） 

 ・パッケージサイズ：50.0*50.0mm（47.5*47.5mm） 

 ・パッケージ Ball 数：2,397（2,112） 

 ・DDR4 メモリ通信速度：1,866MHz *8ch=119.4GB/s（1,333MHz *8ch=85.3GB/s） 

 ・PCIe 接続：Gen3 *32（双方向）=64GB/s（Gen2 *32（双方向）=32GB/s） 

 

 この「PEZY-SCnp」を搭載したスーパーコンピュータにおいて、256 個規模の性能を計測した

ところ、上記の主要諸元において 260.8 TFLOPS（Rmax）の HPL 性能が確認されました。この

数値はこれまでの PEZY-SC で計測された同規模での HPL 性能の最高値であった 225.4 TFLOPS

から 15.7%の向上となっており、PEZY-SCnp1 個当たりでは 1.02 TFLOPS と、初めて 1 TFLOPS

を超える値を記録しました。この Rmax 値の Rpeak 値に対する実行効率に関しても、56.2%から

65.0%にまでの向上が認められています。 

 

 PEZY では、今回開発した「PEZY-SCnp」について、既存の 4 台のスーパーコンピュータと、

今後新設されるスーパーコンピュータに搭載して貰いながら、引き続き多様なアプリケーションに

おける性能の向上に関しても、積極的に取り組んで参ります。 

 

株式会社 PEZY Computing について： 

PEZY は、高性能スーパーコンピュータを実現するための省電力小型メニーコアプロセッサ製品の

開発と販売を目的に 2010 年に設立されました。独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機

構（NEDO）などからの支援を得て、2012 年に第一世代の 512 コアのメニーコアプロセッサ

「PEZY-1」の開発に成功し、2014 年 9 月には、NEDO の平成 24 年度戦略的省エネルギー技術革

新プログラムからの助成により、第二世代の 1,024 コアのメニーコアプロセッサ「PEZY-SC」の

開発に成功しました。現在は再び平成 27 年度戦略的省エネルギー技術革新プログラムに採択され、

最先端プロセスと数々の革新的な仕様による「PEZY-SC2」の開発を進めています。 

PEZY は、東京大学理学部情報科学科、高エネルギー加速器研究機構、理化学研究所情報基盤セン

ター、理化学研究所計算科学研究機構と、それぞれ共同研究契約を締結しています。 

 

本リリースに関する問い合わせ先： 

株式会社 PEZY Computing 

〒101-0063 東京都千代田区神田小川町 1-11 千代田小川町クロスタ 5 階 

マーケティング部 佐藤 路恵 

TEL: 03-5577-3900  

E-mail: info@pezy.co.jp http://www.pezy.co.jp 



 

（参考資料） 

１）「PEZY-SC」と「PEZY-SCnp」（右）の 2 種類のプロセッサパッケージの比較（表面・裏面） 

 

 

２）PCIe カードエッジを有するキャリアボード上に搭載した、2 種類のモジュールカード： 

既存の「PEZY-SC」専用モジュールカード（左側）と比較して、プロセッサパッケージが大型化

しながらも外形寸法を保持しつつ、基板層数を 24 層から 28 層に増やすことで信号品質と電源品質

を改善した「PEZY-SCnp」専用モジュールカード（右側） 

 

 

３）PEZY-SC 用と PEZY-SCnp 用のプロセッサ評価ボードの比較 

予め信号品質と電源品質を解析したことで、評価項目を絞ることができて大幅な小型化を図れた

PEZY-SCnp 用のプロセッサ評価ボード（右） 

 


